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1. 简介 

SD NAND 是一个以 LGA8 封装形式设计的嵌入式存储芯片，专为需要高性能和高可靠性的应用而设计， 

可广泛应用于消费电子产品、汽车电子产品、物联网设备、医疗设备和其它工业应用产品。 

SD NAND 接口兼容 SD3.0 协议标准，内部由 NAND 闪存和一个高性能控制器 YH2100 组成，两者协同

工作完成数据读写、存储功能。 

 

 
2. 产品列表 

 SD NAND 结构框图 

 
 

容量 产品型号 产品尺寸 温度 封装类型 备注 

8GB HHW64GS90I-E1  

 

 
12.5mm×9.0 mm 

 

 
 

-40℃~85℃ 

 

 
 

LGA8 

 
PSLC mode 

16GB HHW128GS90I-E1 

32GB HHW256GS90I-E1  
TLC mode 

64GB HHW512GS90I-E1 

3. 产品特性 

 1.遵循 SD3.0 标准； 

 2.容量：8GB/16GB/32GB/64GB 

 3.供电电压范围：2.7-3.6V 

4. 支持 SD_Bus_Widths 全总线宽度； 
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3.1. 物理特性 
3.1.1. SD-NAND 封装物理特性 

 物理尺寸：LGA8 12.5×9.0 mm 

 
 

 

图 2 封装尺寸 LGA8 12.5×9.0 mm2 

 
表 2 产品封装尺寸表 

 

 
尺寸符号 

数值(㎜)  
尺寸符号 

数值(㎜) 

最小 公称 最大 最小 公称 最大 

D 12.45 12.5 12.55 L 1.25 1.3 1.35 

E 8.95 9.00 9.05 e 1.22 1.27 1.32 

A 0.75 0.80 0.85 W 2.05 2.10 2.15 

b 0.70 0.75 0.80 H 3.08 3.13 3.18 
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3.1.2. SD-NAND 引脚分配 
 

 

 
 引脚信号描述 

图 3 引脚分配图 

 
 

表 3 引脚信号描述 

引脚序号 引脚名称 引脚种类 引脚名称（SPI模式） 说明 

1 SD2 I/O口 NC 未定义 

2 SD3 I/O口 /CS 片选 

3 CLK 时钟信号 CLK 时钟信号 

4 VSS 地 VSS 地 

5 CMD I/O口 DI 数据输入 

6 SD0 I/O口 DO 数据输出 

7 SD1 I/O口 NC 未定义 

8 VDD 电源 VDD 电源 

9 GND 地 GND 地 
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3.2. 电气特性 

 工作电压范围 
 

VDD = 2.7V~3.6V (typical 3.3V)； 

 电气特性 
 

表 4 电气特性 
 

项目 符号 最小值 最大值 单位 备注 

电源电压 VDD 2.7 3.6 V  

 
输入电压 

高电平 VIH 0.625*VSDIO VSDIO+0.3 V  

 
VSDIO=1.8V/3.3V 

低电平 VIL -0.3 0.25* VSDIO V 

 
输出电压 

高电平 VOH 0.75*VSDIO 
 V 

低电平 VOL 
 0.125*VSDIO V 

待机电流（*） ICC(slp)  100 μA  

 
运行电流（*） 

写入 ICC 
 80  

mA 
 

读取 ICC 
 80 

 

 
表 5 峰值电压和漏电压 

 

项目 最小值 最大值 单位 备注 

线路峰值电压 -0.3 VSDIO+0.3 V  

引脚输入漏电流 -10 10 uA  

输出漏电流 -10 10 uA  

 

 
表 6 信号电容 

 

项目 符号 最小值 最大值 单位 备注 

上拉电阻 RCMD 10 100 KΩ 
 

电源滤波电容 CC 
 

5 µF 
 

 工作温度 
 

工作温度范围:TA=-40℃~+85℃； 

储存温度范围: TS=-45℃~+90℃； 
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